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OSP 平台子框 

 
 

产品概述  

OSP 平台是光迅科技针对子系统产品特点推出的一系列紧凑型光子系统平台，是子系统产品整合的

基础。该平台提供丰富的业务板卡：EDFA、OEO、OLP、OLM、FEC、RFA、OCM、TDC、无源模块等 20 多种类

型板卡，不同业务板卡支持热插拔，并可在三个系列子框中通用。具有高紧凑结构、配置灵活、低功耗等

特征，且支持 C/S 架构的人性化网管界面，维护简单，广泛应用于运营商、电力、广电、安全等传输、

运维和数通领域。该平台可为客户搭建一个多业务、多速率的接入平台，并可结合 CWDM/DWDM 波分技术，

超长站距传输技术、OLP 光线路保护技术、OLM 光缆监测技术等，为客户提供光通信一站式解决方案。  
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